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半导体实战——
从设计到应用全流程指南
Semiconductor Practice:
From Design to Application
Full-Lifecycle Guide

芯片全生命周期通识
给所有芯片从业者的「全景地图」

刚入行的芯片设计工程师，想知道「我的工作在产业链的哪个位置」？
做 STA 的想理解封装，做封装的想理解前端设计，
做测试的想理解可靠性——这本书帮你打通上下游的知识盲区。
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  定位 / Focus 芯片全生命周期通识

  章节结构 产业链 → 设计实现 → 制造工艺 → 封装体系 → 测试可靠 → 应用选型

适合读者 / Target Audience
刚入行的芯片从业者；想建立全产业链视野的工程师；

需要理解「封装决策如何影响上下游」的各岗位技术人员。
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模块总览  Module Overview

产业链与架构

第1-2章

产业链全景（IDM/Fabless/Foundry/OSAT）、从需求到架构定义、PPA 三角权衡

设计与实现

第3-5章

RTL 设计与验证闭环、物理实现与 DFM、Mask 制作与光刻基础

制造与工艺

第6-7章

Fab 工艺流程全景、良率管理与工程分析

封装体系

第8-10章

封装体系与选型、封装设计工程要点、先进封装（2.5D/3D/Chiplet）

测试与可靠性

第11-15章

晶圆级测试 CP、封装后测试 FT、可靠性验证、RMA 管理与客诉处理、失效分析实战

应用与选型

第16-18章

芯片选型方法论、典型应用场景剖析、应用设计指南

附录 A-D 术语中英对照、行业核心标准清单、推荐阅读与行业资源、全书 Checklist 汇总
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核心特色  Key Features

从沙到系统
覆盖芯片从设计、制造、封装到测试应用的全生命周期，建立起完整的产业链视野

跨岗位沟通
帮设计工程师理解封装和测试，帮封装工程师理解前端设计——打通上下游知识壁垒

真实数据
关键工艺参数、测试覆盖率和良率数据基于 NXP 和国内 Foundry 实际工程经验

实用工具
附芯片选型 Checklist、测试计划模板、失效分析决策树，可直接用于日常工作
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知识结构  Knowledge Structure

产业链 设计实现 制造工艺 封装体系 测试可靠 应用选型

• 1 产业链与架构
• 2 设计与实现
• 3 制造与工艺
• 4 封装体系
• 5 测试与可靠性
• 6 应用与选型
• 7 附录 A-D

以上模块循序渐进，形成完整知识闭环。
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芯片专家老李Ai

二十年半导体行业深耕

从设计到封装到测试

将踩坑经验凝练为可传承的知识体系

系列丛书一览

BOOK 01 半导体实战——从设计到应用全流程指南

BOOK 02 先进封装设计实战——基于Cadence的2.5D/3D IC设计

BOOK 03 EDA封装验证实战——Innovator+Calibre通用验证平台

BOOK 04 MCM多芯片封装设计与仿真操作手册

BOOK 05 SiP系统级封装设计仿真操作手册
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